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2. 特性列表 

产品特性 描述 

平台 Qualcomm MSM8909 

CPU Quad-core A7 (32bit) 1.1GHz1
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TD-HSPA 2.8/2.3Mbps 

EVDO Rev.A 3.1/1.8Mbps 

EDGE Class12, 236.8kbps/236.8kbps 

GPRS Class12, 85.6kbps/85.6kbps 

SIM 

DSDS 双卡双待 

3.0/1.8V 

支持 SIM 卡热插拔 

L/W/G+G with CSFB to W/G 

L/TDS/G+G with CSFB to G 

L/EVDO/CDMA1x+G 

不支持双 CDMA 卡 

Display 

Matrix: 

HD(720p)：1280*720@60fps 

LCM Size: User defined 

Interface: MIPI DSI 4-lane 

Camera 

（前和后双摄像头） 

Interface:  main: MIPI CSI0 2-lanes; front: MIPI CSI1 1-lanes 

摄像头 Pixel: Max: 前置 5M/后置 8M 

Video decode 
1080p 30 fps: HEVC/H264/ MP4/DivX/VP8 

WVGA 30 fps:H.263 

Video encode 
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1 路免提喇叭（带功放） 

1 路听筒 

1 路立体声耳机 

3. SLM756 接口 

SLM756 ⁗ඍ 130pin ᇐѿφ 

pin# pin name Pad characteristics  Functional description  

1 MIPI_DSI0_LANE3_N AI, AO  
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16 MIPI_CSI0_LANE0_N 
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87 GND GND  GND  

88 UIM1_DET_N DI,B-PD:nppukp Configurable I/O UIM1 removal detection  

89 GPIO3 B-PD:nppukp Configurable I/O 

90 GPIO2 B-PD:nppukp Configurable I/O 

91 GPIO1 B-PD:nppukp Configurable I/O 

92 GPIO0 B-PD:nppukp Configurable I/O 

93 GND GND  GND  

94 VREG_L11_SDC PO  PMIC output 2.95V  

95 SDC2_SDCARD_DET
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122 MIPI_DSI0_LANE0_P AI, AO  MIPI display serial interface 0 lane 0 –positive  

123 MIPI_DSI0_LANE1_N AI, AO  
MIPI display serial interface 0 lane 1 – 

negative  

124 MIPI_DSI0_LANE1_P AI, AO  MIPI display serial interface 0 lane 1 –positive  

125 MIPI_DSI0_LANE2_N AI, AO  MIPI display serial interface 0 lane 2 –negative  

126 MIPI_DSI0_LANE2_P AI, AO  MIPI display serial interface 0 lane 2 –positive  

127 GPIO36 B-PD:nppukp Configurable I/O  

128 
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工作温度 -25 - 75 ℃ 

存储温度 -40 - 90 ℃ 

 

4.3工作电压 

表 4.3：模块工作电压 

参数 最小值 典型值 最大值 单位 

VBAT 3.4   4.2 V 

VBUS 4 5 6 V 

硬件关机电压 2.5 2.8 - V 

 

4.4数字接口特性 

表 4.4：数字接口特性（1.8V） 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

VIH 输入高电平电压 1.17 - - V 

VIL 输入低电平电压 - - 0.63 V 

VOH 输出高电平电压 1.35 - - V 

VOL 输出低电平电压 - - 0.45 V 

 

4.5SIM_VDD特性 

表 4.5：SIM_VDD 特性 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

VO 输出电压 

- 3 - 
V 

- 1.8 - 

IO 输出电流 - - 55 mA 
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4.6PWRKEY特性 

表 4.6：PWRKEY 特性 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

PWRKEY 

高电平 1.4 - - V 

低电平 - - 0.6 V 

有效时间 2000     ms 

 

4.7VCOIN特性 

表 4.7：VCOIN 特性 

参数 描述 最小值 典型值 最大值 单位 

VCOIN-IN VCOIN 输入电压 2 3 3.25 V 

IRTC-IN VCOIN 耗流 -   8 uA 

VCOIN-OUT VCOIN 输出电压 - 3 -  
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TD-S 待机功耗 - - 3.0 mA 

CDMA 待机功耗 - - 3.0 mA 

FDD 待机功耗   2.0 mA 

TDD 待机功耗   2.1 mA 

通话耗流 
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5. 模块 2D 结构图 

TOP： 
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BOTTOM： 
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Side： 
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5.PIN 脚定义 
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